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Abstract (en)
For the controlled large-scale production of a uniform and firmly adhering brown covering layer (brown patina) on surfaces of semifinished copper
products, especially on rolled strip or sheet for the building sector, the process according to the invention provides for first roughening the surface
of the semifinished copper product by mechanical treatment and then subjecting the semifinished copper product to a heat treatment for a period
of 0.1 to 30 minutes at a temperature within the range from 150 to 650 DEG C. <??>This method makes it possible to provide semifinished
copper products preweathered in the works, without having to wait for the brown surface discolouration which depends on the long-term action
of atmospheric influences. <??>For a further improvement in the adhesive strength of the brown patina, the semifinished copper product can
advantageously also be subjected to a chemical further oxidation after the heat treatment.

Abstract (de)
Zur gezielten groBtechnischen Herstellung einer gleichmaBiigen und festhaftenden braunen Deckschicht (Braunpatina) auf Oberflachen von aus
Kupfer bestehendem Halbzeug, insbesondere auf gewalzten Bandern oder Blechen fiir den Baubereich, sieht das erfindungsgeméBe Verfahren
vor, die Oberflache des Kupferhalbzeugs zunéchst durch eine mechanische Behandlung aufzurauhen und das Kupferhalbzeug dann bei einer
im Temperaturbereich von 150 bis 650 °C liegenden Temperatur fur die Dauer von 0,1 bis 30 Minuten einer Warmebehandlung zu unterziehen.
Dieses Verfahren erméglicht die Bereitstellung von werksseitig vorbewittertem Kupferhalbzeug, ohne dai3 auf die von der Langzeiteinwirkung
atmospharischer Einfliisse abhangige braune Verfarbung der Oberflache gewartet werden muB3. Zur weiteren Verbesserung der Haftfestigkeit der
Braunpatina kann das Kupferhalbzeug im Anschluf3 an die Warmebehandlung vorteilhaft noch einer chemischen Nachoxidierung unterworfen
werden.
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